
 

 

 

 

 

DL5605俄罗斯方块IC芯片



 

 

 

 

 

 

PA7   Short PA5     中文版

PA0选项是屏保界面显示,一开机出现

的9999或118或132或9797



测试专用，不需要邦

邦定打线说明

定

芯片size大 小为 1180um*1180um (不含划片道)

PA4
（56.5,1015

PA5
（56.5,1123.5）

）

PA3
（56.5,930）

PA2
（56.5,845）

PA1
（56.5,760）

PA0
（56.5,675）

VDD
（56.5,590）

TONE
（56.5,505）

VSS
（56.5,420）

VSS
（56.5,335）

S0
（56.5,250）

S1
（56.5,165）

S2
（56.5,56.5）

S4
（250,56.5

S3
（165,56.5） ）

S5
（335,56.5）

S6
（420,56.5）

S7
（505,56.5）

S8
（590,56.5）

S9
（675,56.5）

S10
（760,56.5）

S11
（845,56.5）

S12
（930,56.5）

S13
（1015,56.5）

S14
（1123.5,56.5）

S15
（1123.5,165）

S17
（1123.5,335

S16
（1123.5,250）

）

S18
（1123.5,420）

S19
（1123.5,505）

S20
（1123.5,590）

S21
（1123.5,675）

S22
（1123.5,760）

S23
（1123.5,845）

S24
（1123.5,930）

S25
（1123.5,1015）

C9
（1123.5,1123.5）

C6
（845,1123.5

C7
（930,1123.5

C8
（1015,1123.5）））

C5
（760,1123.5）

C4
（675,1123.5）

C3
（590,1123.5）

C2
（505,1123.5）

C1
（420,1123.5）

C0
（335,1123.5）

PA7
（250,1123.5）

PA6
（165,1123.5）

TST
（250.37,293.29）

TRIM<0>
（588.66,206.04）

TRIM<1>
（663.66,206.04）

VSS
（738.66,206.04）

TRIM<2>
（812,206.04）

TRIM<3>
（888,206.04）

(0,0)



PinNo

PAD 坐标如下表：

. PAD X(um) Y(um) PinNo. PAD X(um) Y(um)

1 PA5 56.5 1123.5 28 S17 1123.5 335.0

2 PA4 56.5 1015.0 29 S18 1123.5 420.0

3 PA3 56.5 930.0 30 S19 1123.5 505.0

4 PA2 56.5 845.0 31 S20 1123.5 590.0

5 PA1 56.5 760.0 32 S21 1123.5 675.0

6 PA0 56.5 675.0 33 S22 1123.5 760.0

7 VDD 56.5 590.0 34 S23 1123.5 845.0

8 TONE 56.5 505.0 35 S24 1123.5 930.0

9 VSS 56.5 420.0 36 S25 1123.5 1015.0

10 VSS 56.5 335.0 37 C9 1123.5 1123.5

11 S0 56.5 250.0 38 C8 1015.0 1123.5

12 S1 56.5 165.0 39 C7 930.0 1123.5

13 S2 56.5 56.5 40 C6 845.0 1123.5

14 S3 165.0 56.5 41 C5 760.0 1123.5

15 S4 250.0 56.5 42 C4 675.0 1123.5

16 S5 335.0 56.5 43 C3 590.0 1123.5

17 S6 420.0 56.5 44 C2 505.0 1123.5

18 S7 505.0 56.5 45 C1 420.0 1123.5

19 S8 590.0 56.5 46 C0 335.0 1123.5

20 S9 675.0 56.5 47 PA7 250.0 1123.5

21 S10 760.0 56.5 48 PA6 165.0 1123.5

22 S11 845.0 56.5 49 TST 250.37 293.29

23 S12 930.0 56.5 50 TRIM<0> 588.66 206.04

24 S13 1015.0 56.5 51 TRIM<1> 663.66 206.04

25 S14 1123.5 56.5 52 VSS 738.66 206.04

26 S15 1123.5 165.0 53 TRIM<2> 812.66 206.04

27 S16 1123.5 250.0 54 TRIM<3> 888.66 206.04

备注：表格中红色标注 PAD，为芯片测试使用，正常生产时不需要进行邦定打线。



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


